
LPBLPB Copyright© JEITA SD-TC All Rights Reserved 2024-2025 2024/09/10 Page1

LPB Workshop2024

MBSE的手法によるPI設計のフロントローディング

JEITA（電子情報技術産業協会）
半導体＆システム開発サブコミッティ

システムフロントローディングWG
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Outline

• システムフロントローディングWGの狙い

• Power Integrity Frontloading
（MFPの画像処理基板をイメージして）
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システムフロントローディングWGの狙い
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JEITA 半導体＆システム開発Sub-Committeeの狙い

設計
コンテンツ

モデル

協調設計用
情報

日本の強み すり合わせ設計力 垂直統合がベース

設計
コンテンツ

モデル

協調設計用
情報

設計
コンテンツ

モデル

協調設計用
情報

設計
コンテンツ

モデル

協調設計用
情報

LSI パッケージ 受動部品 ボード

共通領域
IEC63055/IEEE2401

個々設計

競争領域

デファクト化進行
（差別化要素小）

準共通領域
次の標準化

詳細設計部分は
IP/EDAのデファクト化が
進行し、
差別化要素が限定的に
なってきている。

協調設計に必要な概略の
みを記述する。

LPBフォーマット

JEITA内 別SCと協業

標準化によるエコシステム構築で再強化

グローバル化（水平分業）で困難

＆事業変化に柔軟に対応

●LSI+Package+Board 開発において、QCDの最大化を実現する開発プラットフォームを構築する
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LPBフォーマットの国際標準化

Management of Project 
Netlist 
Component 
Rule of Design 
Geometry 

IEC 63055/IEEE 2401規格化

日本初(発) EDA標準

・LPB協調設計に必要な５種類の設計データのフォーマットを標準化

・CAD間のデータ受け渡し、Simulatorセットアップが容易化し、効率的に協調設計を実現

JEITA LPBフォーマット, http://jeita-sdtc.com/committee-activity/lpbintrface-wg/jeita-lpb-stdformat/

：M-Format
：N-Format
：C-Format
：R-Format
：G-Format
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LPB Format 円滑に協調設計を行うためのツール

第11回 LPBフォーラム[2019/03/08] 資料より抜粋

共通フォーマットを用いることで、CAD/EDA間のモデル連携効率化
設計やシミュレーション検証を円滑化し、QCD最適化を実現する
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抽象的な情報で
構想設計を実現する

構想設計 詳細設計 評価 製品

回路図

AW図

評価結果

分析結果

AW修正 回路修正

部品追加

評価工数

端子配列

配置位置

部品要否

機能

必要性能
配線方針

対策検討

QCDの最大化を目指して ⇒ フロントローディング設計

QCDが最大化する形態を選択できるように、設計自由度が高い構想設計段階で検討を行いたい
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フロントローディングの課題

構想設計 詳細設計 製造 実機評価

各種
Sim検証

仮想設計

NG 小さな手戻り

SI/PI

EMC
熱

課題１：技術領域によっては、Sim技術が確立していない
課題２：ゴール（最適化された状態）に到達できない
課題３：構想段階での情報収集プロセス、分担が明らかでない

（プロトタイピング）

QCD最適化・全体最適

←本Workshopの狙い



LPBLPB Copyright© JEITA SD-TC All Rights Reserved 2024-2025 2024/09/10 Page9

23年度 フロントローディングWGで行ってきた議論

課題２：ゴール（最適化された状態）に到達できない

構想設計段階では要求事項も絶対ではなく、LPB形態とのすり合わせも必要
LSI,Package,Boardの制約条件が明確でないと選択の範囲がわからない

・要求事項
・制約条件

設計データ＆モデル

“MBSE” による接続

“LPB format” による接続

システム開発のVモデル

LSI
Package
Board

最適化

円滑化

見える化

要求事項 や 制約条件を
システム設計と共有（MBSE）
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本Workshopの議論

課題３：構想段階での情報収集プロセス、分担が明らかでない

LSI

Package

Board

JEITA からフロントローディング検討フローの具体的な事例を示すことで
構想設計段階で必要な情報[項目、粒度］のイメージを共有し、エコシステム内での流通を促す

セット
メーカ

半導体
ベンダ

要件定義 要素設計

Model
・データ 共有

ベンダKickoff
▼

構想設計

調整期間

〈ASIC開発フロー 現状〉

必要な情報を必要なタイミングで入手するための調整に時間がかかる

いつ？

誰が？

どんな？
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Power Integrity Frontloading
MFPの画像処理基板をイメージして

JEITA 半導体＆システム開発技術SC
システムフロントローディングWG
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